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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陽極体表面に誘電体層を形成し、該誘電体層の上に半導体層を形成し、次いで該半導体
層の上に導電性ペーストを用いて導電体層を形成することによって固体電解コンデンサ素
子を得、前記導電体層を陰極端子に導電性ペーストを用いて電気的に接続し、次いで、樹
脂外装することを含む工程において、
　分散剤を含む導電性ペーストを用いて導電体層を形成させた若しくは分散剤を含む導電
性ペーストを用いて陰極端子に固体電解コンデンサ素子の導電体層を電気的に接続させた
後で、且つ樹脂外装の前に、導電体層中に残存する分散剤の量を７００質量ｐｐｍ未満に
することをさらに含む、固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項２】
　陽極体表面に誘電体層を形成し、該誘電体層の上に半導体層を形成し、次いで該半導体
層の上に分散剤を含む導電性ペーストを用いて導電体層を形成することによって、固体電
解コンデンサ素子を得、
　該固体電解コンデンサ素子を溶剤に浸漬して分散剤残存量を７００質量ｐｐｍ未満にし
、
　前記浸漬の前または後に前記導電体層を陰極端子に電気的に接続し、
　次いで、樹脂外装することを含む、固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項３】
　陽極体表面に誘電体層を形成し、該誘電体層の上に半導体層を形成し、次いで該半導体
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層の上に導電体層を形成することによって、固体電解コンデンサ素子を得、
　前記導電体層を陰極端子に分散剤を含む導電性ペーストを用いて電気的に接続し、
　陰極端子に接続された固体電解コンデンサ素子を溶剤に浸漬して分散剤残存量を７００
質量ｐｐｍ未満にし、
　次いで、樹脂外装することを含む、固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項４】
　浸漬に用いる溶剤が、導電性ペーストに含まれる結合剤を溶解または膨潤させないもの
である、請求項２または３に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項５】
　浸漬に用いる溶剤が、アルコールである、請求項２または３に記載の固体電解コンデン
サの製造方法。
【請求項６】
　導電体層が、導電性カーボンペーストを用いて得た層と分散剤を含む銀ペーストを用い
て得た層とを含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の固体電解コンデンサの製造方法
。
【請求項７】
　導電性ペーストが、導電性粉とビヒクルとを含むものである、請求項１～６のいずれか
一項に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項８】
　ビヒクルが、結合剤を含むものである、請求項７に記載の固体電解コンデンサの製造方
法。
【請求項９】
　前記結合剤が、メタクリル樹脂である、請求項８に記載の固体電解コンデンサの製造方
法。
【請求項１０】
　前記分散剤が、高級脂肪酸化合物を含むものである、請求項１～９のいずれか一項に記
載の固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の製造方法で得られる固体電解コンデンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体電解コンデンサ素子を高温の溶融樹脂によって外装しても、固体電解コ
ンデンサ素子の等価直列抵抗（以下、ＥＳＲと表記することがある。）をほとんど上昇さ
せないで固体電解コンデンサを製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　樹脂外装された固体電解コンデンサは、１または２以上の固体電解コンデンサ素子をリ
ードフレームに配置し、それを樹脂溶液に浸漬する方法、溶融樹脂によってトランスファ
ー成形する方法などによって製造される。
　樹脂溶液に浸漬する方法は、外装樹脂の厚さが薄いのでピンホールを生じやすく、また
寸法精度が低い。一方、トランスファー成形法は、浸漬法に比べ、品質が均一で寸法精度
が高く、肉厚、複雑な形状の成形が可能で、硬化時間が短く、さらにバリが少なく後仕上
げが容易である。そのため、固体電解コンデンサの大量製造ではトランスファー成形法が
多く採用されている。
【０００３】
　しかし、トランスファー成形法は、溶融樹脂から固体電解コンデンサ素子に加わる圧力
および熱量が高い。そのために、トランスファー成形法による樹脂外装において、固体電
解コンデンサ素子の劣化が進み、ＥＳＲが上昇してしまうことがある。近年使用されてい
る固体電解コンデンサはＥＳＲが小さい値を示すものであるので、わずかなＥＳＲの上昇
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であっても、電子機器の設計においては見逃すことができない問題である。
【０００４】
　ＥＳＲのレベルを低下させる方法として、例えば、特許文献１には、弁作用金属粉末と
固形水溶性バインダーと有機溶剤可溶性バインダーとを有機溶剤中で混合して造粒した後
、該造粒物に陽極リードを植立して、成形体を形成する工程と、該成形体内のバインダー
を溶剤によって洗浄除去する工程と、高温・真空中で焼結する工程とを有することを特徴
とする固体電解コンデンサ陽極体の製造方法が開示されている。この陽極体を用いること
によって、ｔａｎδ、ＥＳＲのレベルおよびバラツキが小さく、漏れ電流特性を改善した
固体電解コンデンサが得られると特許文献１には記載されている。
【０００５】
　特許文献２には、陽極電極箔と陰極電極箔とをセパレータを介して巻き取ることにより
巻回素子を作製し、該巻回素子を、セパレータの構成成分のうちの少なくとも１種を溶解
しうる溶剤に浸漬し、セパレータを減量し、次いで該巻回素子内に固体電解質層を形成す
る固体電解コンデンサの製法が開示されている。
【０００６】
　特許文献３には、表面に酸化皮膜を有する陽極箔と、陰極箔との間にセパレータを介在
させて巻回したコンデンサ素子を、酸化剤溶液と重合性モノマー溶液とに順次浸漬して、
該重合性モノマーを化学重合させることにより、導電性高分子層を前記コンデンサ素子内
に形成する工程を有する、固体電解コンデンサの製造方法であって、前記重合性モノマー
溶液の溶媒がイオン液体であり、前記導電性高分子形成工程の後、前記コンデンサ素子を
、前記イオン液体を溶解しうる溶媒に浸漬してコンデンサ素子中の前記イオン液体を溶解
除去することを特徴とする、固体電解コンデンサの製造方法が開示されている。この製造
方法によって、高い静電容量出現率で、容量が大きく且つ漏れ電流の少ない固体電解コン
デンサが製造できると特許文献３は述べている。
【０００７】
　特許文献４には、陽極体、誘電体層、カーボングラファイト層および銀ペースト層を形
成された固体電解コンデンサ素子に、シリコーン樹脂またはシリコーン油層を設け、次い
で該素子をアセトンやトルエンなどの有機溶媒に浸漬し、または振動を加えて表面のシリ
コーン層を除去し、次いで外装樹脂層を設ける、固体電解コンデンサの製造方法が開示さ
れている。この製造方法によって、固体電解コンデンサの耐湿性が向上し、それによって
、静電容量変化率および誘電正接の劣化を小さくできると、特許文献４は述べている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－３３５６３０号公報
【特許文献２】特開２００４－１９３４０３号公報
【特許文献３】特開２００８－４７６６０号公報
【特許文献４】特公昭６３－２１３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、これら特許文献に記載の製造方法では、該固体電解コンデンサ素子を樹
脂外装（樹脂封止）する時に加わる熱によって、固体電解コンデンサ素子のＥＳＲが上昇
してしまい、設計値どおりの低いＥＳＲの固体電解コンデンサを得るのは難しかった。
　本発明の目的は、固体電解コンデンサ素子を高温の溶融樹脂によって外装しても、固体
電解コンデンサ素子のＥＳＲをほとんど上昇させないで、固体電解コンデンサを製造する
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は、上記の目的を達成するために鋭意検討した結果、分散剤を含む導電性ペー



(4) JP 4635113 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

ストを用いて導電体層を形成させた後、または分散剤を含む導電性ペーストを用いて陰極
端子に固体電解コンデンサ素子の導電体層を電気的に接続させた後に、該固体電解コンデ
ンサ素子を溶剤に浸漬すると、その後に高温の溶融樹脂による外装を行っても、固体電解
コンデンサ素子のＥＳＲをほとんど上昇させないで固体電解コンデンサを製造できること
を見出した。本発明は、この知見に基づいてさらに詳細に検討して、完成するに至ったも
のである。
【００１１】
　すなわち、本発明は以下のものである。
〈１〉　陽極体表面に誘電体層を形成し、該誘電体層の上に半導体層を形成し、次いで該
半導体層の上に分散剤を含む導電性ペーストを用いて導電体層を形成することによって、
固体電解コンデンサ素子を得、
　該固体電解コンデンサ素子を溶剤に浸漬し、
　前記浸漬の前または後に前記導電体層を陰極端子に電気的に接続し、
　次いで、樹脂外装することを含む、固体電解コンデンサの製造方法。
〈２〉　陽極体表面に誘電体層を形成し、該誘電体層の上に半導体層を形成し、次いで該
半導体層の上に導電体層を形成することによって、固体電解コンデンサ素子を得、
　前記導電体層を陰極端子に分散剤を含む導電性ペーストを用いて電気的に接続し、
　陰極端子に接続された固体電解コンデンサ素子を溶剤に浸漬し、
　次いで、樹脂外装することを含む、固体電解コンデンサの製造方法。
〈３〉　浸漬に用いる溶剤が、導電性ペーストに含まれる結合剤を溶解または膨潤させな
いものである、〈１〉または〈２〉に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
【００１２】
〈４〉　浸漬に用いる溶剤が、アルコールである、〈１〉または〈２〉に記載の固体電解
コンデンサの製造方法。
〈５〉　陽極体表面に誘電体層を形成し、該誘電体層の上に半導体層を形成し、次いで該
半導体層の上に導電性ペーストを用いて導電体層を形成することによって固体電解コンデ
ンサ素子を得、前記導電体層を陰極端子に導電性ペーストを用いて電気的に接続し、次い
で、樹脂外装することを含む工程において、
　分散剤を含む導電性ペーストを用いて導電体層を形成させた若しくは分散剤を含む導電
性ペーストを用いて陰極端子に固体電解コンデンサ素子の導電体層を電気的に接続させた
後で、且つ樹脂外装の前に、導電体層中に残存する分散剤の量を７００質量ｐｐｍ未満に
することをさらに含む、固体電解コンデンサの製造方法。
〈６〉　導電体層が、導電性カーボンペーストを用いて得た層と分散剤を含む銀ペースト
を用いて得た層とを含む、〈１〉～〈５〉のいずれか一項に記載の固体電解コンデンサの
製造方法。
〈７〉　導電性ペーストが、導電性粉とビヒクルとを含むものである、〈１〉～〈６〉の
いずれか一項に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
〈８〉　ビヒクルが、結合剤を含むものである、〈７〉に記載の固体電解コンデンサの製
造方法。
〈９〉　前記結合剤が、メタクリル樹脂である、〈８〉に記載の固体電解コンデンサの製
造方法。
〈１０〉　前記分散剤が、高級脂肪酸化合物を含むものである、〈１〉～〈９〉のいずれ
か一項に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
〈１１〉　前記〈１）～〈１０〉のいずれか一項に記載の製造方法で得られる固体電解コ
ンデンサ。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の固体電解コンデンサの製造方法によれば、固体電解コンデンサ素子を高温の溶
融樹脂によって外装しても、固体電解コンデンサ素子のＥＳＲをほとんど上昇させずに固
体電解コンデンサを製造することができる。その結果、ＥＳＲが小さい樹脂外装された固
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体電解コンデンサを設計どおりに製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の製造方法によって得られる一実施形態の固体電解コンデンサの断面説明
図である。
【図２】本発明の製造方法によって得られる他の実施形態の固体電解コンデンサの断面説
明図である。
【図３】固体電解コンデンサ素子をリードフレームに接続した状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の製造方法を、実施形態に係る固体電解コンデンサを示す図面を参照しながら説
明する。なお、本発明の製造方法で得られる固体電解コンデンサは下記の実施形態に示し
たものに限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲において適宜変更して実施
できるものである。図１および図２は本発明の製造方法によって得られる実施形態の固体
電解コンデンサの断面説明図である。該固体電解コンデンサは、固体電解コンデンサ素子
と陽極端子と陰極端子とが外装樹脂で封止されているものである。
【００１６】
　本発明の固体電解コンデンサの製造方法では、先ず、固体電解コンデンサ素子を製造す
る。
　固体電解コンデンサ素子は、陽極体１の表面に誘電体層２を形成し、該誘電体層２の上
に半導体層３を形成し、次いで該半導体層３の上に導電体層を形成することによって得ら
れる。
【００１７】
　本発明に用いられる陽極体は、タンタル、アルミニウム、ニオブ、チタン等の弁作用金
属又はこのような弁作用金属を主成分とする合金で作製されたものが好ましい。陽極体は
前記弁作用金属粉または合金粉の焼結体であることが特に好ましい。該焼結体は多孔質体
であることが好ましい。また、図１および図２に示した陽極体１はリード線１１が陽極体
から延出されている。
【００１８】
　本発明の製造方法では、先ず、陽極体表面に誘電体層を形成する。誘電体層の形成には
、化成処理が行われる。この化成処理によって陽極体の表面に酸化物が生成する。この酸
化物層が誘電体層になる。化成処理には、一般的に行われている電解化成方法を用いるこ
とができる。
【００１９】
　該誘電体層の上に半導体層３を形成する。半導体層は導電性ポリマーを含有するものが
好ましい。
　導電性ポリマーとしては、ポリチオフェン系誘導体、ポリフェニレンビニレン系誘導体
、ポリピロール系誘導体、ポリアニリン系誘導体、ポリアセチレン系誘導体、ポリフェニ
レン系誘導体、ポリイソチアナフテン誘導体等が挙げられる。本発明では、導電性ポリマ
ーが共役二重結合を有する高分子を含む場合に好適であり、特にポリチオフェン骨格を有
するポリマーを含む場合に好適である。上記導電性ポリマーは、１種単独でもしくは２種
以上を組み合わせて用いることができる。導電性ポリマーにはドーパントが通常含まれて
いる。該ドーパントは、固体電解コンデンサ用の導電性ポリマーにおいて一般的に用いら
れているドーパントから選択できる。ドーパントとしては、良好な特性を持つ固体電解コ
ンデンサを得ることができる観点からスルホン酸化合物が好ましい。導電性ポリマーの形
成には、電解重合法、化学酸化重合法のいずれを用いてもよい。なお、半導体層の形成途
中または形成後に修復化成（再化成）を行ってもよい。修復化成には、一般的に行われて
いる電解化成方法を用いることができる。
【００２０】
　図１および図２では、陽極体１の外表面にのみ誘電体層２および半導体層３が形成され
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ているように描かれているが、陽極体が多孔質体である場合には、誘電体層および半導体
層は多孔質体内部の細孔の表面にも形成される。
【００２１】
　次に、上記の半導体層３の表面を覆うようにして導電体層４を形成する。導電体層の形
成には、通常、導電性ペーストが用いられる。図１では、半導体層３の上に導電性カーボ
ンペーストを用いてカーボン層４１を設け、さらにこのカーボン層４１の上に、銀ペース
トを用いて銀層４２を設けている。また、図２では、上記のカーボン層４１を設けずに、
半導体層３の表面を覆うようにして、銀ペーストを用いて銀層４２だけを設けている。
【００２２】
　導電性ペーストは導電性粉とビヒクルを主成分として含むものである。導電性粉として
は、黒鉛、アセチレンブラック、ケッチェンブラック（ケッチェン・ブラック・インター
ナショナル社製導電性カーボンブラック）、カーボンナノチューブ、カーボンナノファイ
バー、気相法炭素繊維（ＶＧＣＦ）などの導電性カーボン；銀粉、銅粉などの金属粉が挙
げられる。これら導電性粉には、分散性を保つために分散剤が添加されていることが多い
。これら導電性ペーストのうち銀ペーストが好ましく用いられる。銀ペーストの主成分で
ある銀粉には、Ａｇ元素以外に、Ａｕ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｐｄ、Ｎｉ、Ｖ、Ｔａ、Ｗ、
Ｍｏ、Ｃｒ、Ｒｕ、Ｍｇなどの元素が含まれていても良い。これら元素が含まれていると
エレクトロマイグレーション、ストレスマイグレーションに対する耐性に優れた固体電解
コンデンサになることがある。
【００２３】
　導電性ペーストのもう一方の主成分であるビヒクルは、結合剤と必要に応じて溶剤とを
混合したものであることが好ましい。
　結合剤としては、メタクリル樹脂、アクリル樹脂、エチルセルロースなどが挙げられる
。また、結合剤として、熱硬化性の樹脂や、感光性樹脂を用いてもよい。これらのうち、
本発明では、メタクリル樹脂が好ましく用いられる。
　溶剤としては、テルピネオール、キシレン、ケロシン、ブチルカルビトール、酢酸エス
テル類などが挙げられる。導電性ペーストを所定箇所に塗布した後、該溶剤を除去するこ
とによって導電性ペーストが固化する。
【００２４】
　導電性ペーストに使用される導電性粉はナノオーダーからミクロンオーダーの大きさの
ものなので、ペースト内で導電性粉が凝集しないように分散剤が加えられている。分散剤
としては、例えば、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸のような高級脂肪酸化合物
が用いられる。
【００２５】
　上記のようにして得た固体電解コンデンサ素子は、通常、陽極体１から延出させたリー
ド線１１に陽極端子５を電気的に接続させると共に、上記の導電体層４に陰極端子６を電
気的に接続させる（図３参照）。陰極端子および陽極端子の取り付けには通常のリードフ
レームを用いることができる。
　リード線と陽極端子との電気的接続には、通常、溶接や導電性ペーストによる接着など
が用いられる。また、導電体層と陰極端子との電気的接続には、通常、銀ペーストなどの
導電性ペーストによる接着が用いられる。なお、この電気的接続に用いられる導電性ペー
ストとしても上記に説明したものが挙げられる。
【００２６】
　本発明の製造方法では、分散剤を含む導電性ペーストを用いて導電体層を形成させた若
しくは分散剤を含む導電性ペーストを用いて陰極端子に固体電解コンデンサ素子の導電体
層を電気的に接続させた後で、且つ樹脂外装の前に、導電体層中に残存する分散剤を７０
０質量ｐｐｍ未満、好ましくは２０質量ｐｐｍ以下にする。なお、残存分散剤の割合は、
分散剤を含んでいる（含んでいた）導電体層に対する割合である。
　残存分散剤の割合の調整法は特に限定されないが、本発明の製造方法の一態様では、分
散剤を含む導電性ペーストを用いて導電体層を形成させた若しくは分散剤を含む導電性ペ
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ーストを用いて陰極端子に固体電解コンデンサ素子の導電体層を電気的に接続させた後で
、且つ樹脂外装の前に、該固体電解コンデンサ素子または陰極端子に接続された固体電解
コンデンサ素子を溶剤に浸漬する。この溶剤浸漬によって、残存分散剤の割合を調整する
ことができる。
【００２７】
　浸漬に用いる溶剤は、分散剤を溶解可能なものであれば特に限定されず、例えば、ペン
タン、ヘキサン、ヘプタン等の脂肪族炭化水素；ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化
炭素等のハロゲン化炭化水素；シクロヘキサン等の脂環式炭化水素；ベンゼン、トルエン
、キシレン、エチルベンゼン等の芳香族炭化水素；メタノール、エタノール、ブタノール
等のアルコール；アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン；アセト
ニトリル、プロピオンニトリル等のニトリル系溶媒；ジエチルエーテル、ジオキサン、テ
トラヒドロフラン等のエーテル；Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセ
タミド、Ｎ－メチルピロリドン等のアミド系溶媒；ジメチルスルホキシド等のスルホキシ
ド類；等が挙げられる。浸漬に用いる溶剤は、導電性ペーストに含まれる結合剤を溶解ま
たは膨潤させないものが好ましく、特にアルコールが好ましい。
【００２８】
　浸漬時の溶剤温度は、特に制限されないが、好ましくは６０～１６０℃、より好ましく
は７０～１２０℃である。常圧における沸点が低い溶剤を用いた場合に、該沸点以上の温
度で該溶剤に浸漬するために加圧することができる。
　浸漬時間は特に制限されないが、１０分間～１０時間が好ましい。
　この浸漬によって、導電性ペーストを用いて得られた導電体層４や導電性ペーストを用
いて得られた陰極端子と導電体層との電気的接続層ＣＰに残存する溶剤可溶分が除去され
る。溶剤可溶分の主なものとしては、導電性ペーストに含まれていた分散剤が挙げられる
。この分散剤は、導電性ペースト内での導電性粉の分散を良くするために必要なものであ
るが、固体電解コンデンサ素子の導電体層や、陰極端子と導電体層との電気的接続層にな
ってからは不必要になるものである。
【００２９】
　浸漬終了後、固体電解コンデンサ素子を溶剤から引き上げ、乾燥して溶剤を除去する。
本発明の製造方法では、浸漬から乾燥までの操作を数回繰り返しても良い。また、導電性
ペーストを用いて導電体層を形成させた後、および導電性ペーストを用いて陰極端子に固
体電解コンデンサ素子の導電体層を電気的に接続させた後の、いずれか一方のときに、浸
漬を行ってもよいし、両方のときに浸漬をそれぞれ行ってもよい。
【００３０】
　次に、陽極端子５と陰極端子６とを外部に取り出すようにして樹脂外装を行う。樹脂外
装の方法として、通常、射出成形法やトランスファー成形法が用いられる。外装樹脂には
、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂などの公知の電気絶縁性樹脂が用いられる。
　このようにして、樹脂外装された固体電解コンデンサが得られる。該固体電解コンデン
サは、所望によりエージング処理を行うことができる。本発明の製造方法で得られる固体
電解コンデンサは、各種電気回路または電子回路に装着し、使用することができる。
【００３１】
　本発明の製造方法によって、固体電解コンデンサ素子を高温の溶融樹脂で外装しても、
固体電解コンデンサ素子のＥＳＲをほとんど上昇させずに固体電解コンデンサを製造する
ことができるようになる理由は、定かで無いが、次のように本発明者は推測する。
　導電性ペーストに含まれている分散剤（高級脂肪酸化合物）は、高沸点物質であるため
に、ペーストを固化させる時の温度では除去されない。本発明の製造方法における固体電
解コンデンサ素子を溶剤に浸漬するなどの残存分散剤の割合を調整する工程を経ない場合
には、導電性ペーストに含まれていた分散剤が、ほぼそのまま、固体電解コンデンサ素子
に残存することになる。樹脂外装では高温の溶融樹脂を金型に流し込むので、樹脂外装時
に固体電解コンデンサ素子は高温状態に置かれる。また、金型から取り出した後に外装樹
脂をガラス転移温度付近の高温にして硬化させるので、そのときにも固体電解コンデンサ
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素子は高温状態に数時間置かれる。このような固体電解コンデンサ素子が高温状態に置か
れているときに、残存した分散剤が蒸発して導電体層の表面に浮き出たり、陰極端子の表
面に付着したりして、半導体層と導電体層との界面や導電体層と陰極端子との界面におけ
る接触抵抗を高くし、ＥＳＲを押し上げていると考えられる。前述したように、固体電解
コンデンサ素子を溶剤に浸漬する工程において導電性ペーストに含まれていた分散剤が除
去される。そのために樹脂外装時にＥＳＲが上昇しなくなるのであろうと推測する。
【実施例】
【００３２】
　次に、本発明の実施例を挙げて、本発明の固体電解コンデンサの製造方法について具体
的に説明する。ただし、本発明は、下記の実施例に限定されるものではなく、本発明の要
旨を変更しない範囲において適宜変更して実施できるものである。
【００３３】
（実施例１）
　タンタル粉の焼結体を燐酸水溶液中で化成することにより、該焼結体表面に酸化皮膜（
誘電体層）を形成した。次いで、モノマーとしてのエチレンジオキシチオフェンとドーパ
ントとしてのアントラキノンスルホン酸とを上記焼結体に含浸させ、電解重合することに
よって、前記誘電体層上にアントラキノンスルホン酸がドープされたポリチオフェン誘導
体からなる半導体層を形成した。
　さらに該半導体層上に導電性カーボンペースト及び銀ペースト（福田金属社製、銀粉Ａ
ｇ－Ｃ２５２を９４質量％、メチルメタクリレート樹脂６質量％を主成分としたものであ
る。分散剤としてオレイン酸とステアリン酸が検出された。）を順次積層して導電体層を
形成して、固体電解コンデンサ素子（長さ０．９５ｍｍ×幅０．６３ｍｍ×高さ０．５３
ｍｍ、０．１５ｍｍφのタンタルリード線が出ている。）を得た。
【００３４】
　別途用意したリードフレーム（１枚に陽極端子および陰極端子になる一対の凸部（幅０
．６３ｍｍ）が３８組、３．４ｍｍピッチで並列に配置されていて、端子間隔が０．１ｍ
ｍである。厚さ０．１ｍｍの銅合金＜市販品名　Ｃ１５１１Ｈ＞で、下地に０．７±０．
３μｍのニッケルメッキが施され、表面に５±２μｍの錫メッキが施されている。）の一
対の凸部に前記固体電解コンデンサ素子のタンタルリード線と０．６３ｍｍ×０．９５ｍ
ｍ面を各々載置し、タンタルリード線は抵抗溶接によって、０．６３ｍｍ×０．９５ｍｍ
面は銀ペースト（福田金属社製、ＲＭ１０１１；分散剤としてオレイン酸とステアリン酸
が検出される。）の乾燥硬化によって、リードフレームと電気的かつ機械的に接続した。
【００３５】
　次いで、リードフレームに接続された固体電解コンデンサ素子を７０℃のエチルアルコ
ールに２０分間浸漬した（１回目浸漬）。固体電解コンデンサ素子をエチルアルコールか
ら引き上げ、１００℃で２０分間乾燥した。さらに、該固体電解コンデンサ素子を７０℃
の別のエチルアルコールに１０分間浸漬した（２回目浸漬）。固体電解コンデンサ素子を
エチルアルコールから引き上げ、１００℃で２０分間乾燥した。
【００３６】
　上記浸漬工程を経た固体電解コンデンサ素子を、成形金型の所定位置に置き、エポキシ
樹脂（１７２℃）でトランスファー成形し、次いで該樹脂を１８７℃で５時間処理し硬化
させた。樹脂外装の後、リードフレームを所定寸法に切断、曲げ加工して外部端子を形成
させた。最後にエージング処理を行って、大きさ１．６ｍｍ×０．８ｍｍ×０．８ｍｍで
、容量１５μＦ、定格電圧６．３Ｖのチップ状固体電解コンデンサを得た。
　上記と同じ方法にて、チップ状固体電解コンデンサ１５２０個を作製した。
【００３７】
（固体電解コンデンサのＥＳＲの測定）
　樹脂外装前の固体電解コンデンサ素子６０個のＥＳＲ（１００ｋＨｚにて測定）を計測
し、その平均値を求めた。次いで、樹脂外装後のチップ状固体電解コンデンサ１５２０個
のＥＳＲ（１００ｋＨｚにて測定）を計測し、その平均値を求めた。結果を表１に示す。
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【００３８】
【表１】

【００３９】
（実施例２～５）
　表１に示す条件にて溶剤浸漬を行った以外は実施例１と同じ手法にてチップ状固体電解
コンデンサを得、実施例１と同じ手法でＥＳＲ（１００ｋＨｚにて測定）を計測した。結
果を表１に示す。
【００４０】
〈比較例１）
　溶剤浸漬を行わなかった以外は、実施例１と同じ手法にてチップ状固体電解コンデンサ
を得、実施例１と同じ手法でＥＳＲ（１００ｋＨｚにて測定）を計測した。結果を表１に
示す。
【００４１】
　なお、固体電解コンデンサ素子中の分散剤残存量（残存分散剤の割合）は次のようにし
て求めた。
　固体電解コンデンサ素子を７０℃のエチルアルコール３００ｃｍ3に４８０時間浸漬し
、さらに７０℃の別のエチルアルコール３００ｃｍ3に１０分間浸漬した。浸漬に使用し
たエチルアルコールを分析し抽出された分散剤の量（ＤT）を求めた。なお、蒸発によっ
て減るエチルアルコールは還流によって戻し体積を一定にした。求められた分散剤抽出量
（ＤT）を固体電解コンデンサ素子に含まれていた全分散剤の量と見做した。
　次に、上記実施例においてエチルアルコールで抽出された分散剤の量（Ｄ）を求め、こ
れと分散剤抽出量（ＤT）との差（ＤT－Ｄ）から固体電解コンデンサ素子中の分散剤残存
量を求めた。
　表１の「分散剤残存量（ｐｐｍ）」は、固体電解コンデンサ素子の銀ペースト層の質量
を基準にした割合であり、また、固体電解コンデンサ１５２０個について測定した平均値
である。なお、分散剤としてオレイン酸とステアリン酸が検出されたので、オレイン酸と
ステアリン酸の合計量を分散剤の量とした。
【符号の説明】
【００４２】
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　１：陽極体
　２：誘電体層
　３：半導体層
　４：導電体層
　５：陽極端子
　６：陰極端子
　７：外装樹脂
　１１：リード線
　４１：カーボン層
　４２：銀層
　ＣＰ：電気的接続層
　ＳＥＣ：固体電解コンデンサ素子

【図１】 【図２】

【図３】
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